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Verfahren zur Herstellung einer Elektronikkomponente und Elektronikkomponente

Die vorliegende Erfindung liegt im Bereich der Elektrotechnik und betrifft eine Elektronik-
komponente mit zumindest einem Elektronikbauteil, das mittels Drahtbonden mit einem Seg-
ment eines Bandes aus einem Tragermaterial elektrisch verbunden ist, ein Verfahren zur Her-
stellung einer solchen Elektronikkomponente und ein Coil, das durch ein Band eines Tragerma-
terials gebildet ist und fur einen Drahtbondprozess im Rahmen dieses Herstellungsverfahrens
bereitgestellt wird.

Die Zuverldssigkeit und Lebensdauer von Kontaktsystemen in Schaltgeraten sowie elekt-
romechanischen und elektronischen Bauelementen hangen haufig nicht allein vom eingesetzten
Kontaktwerkstoff ab. Auch die Wahl des geeigneten Tragerwerkstoffes spielt eine entschei-
dende Rolle.

Als Tragermaterialien haben Werkstoffe auf Kupferbasis die groRte Bedeutung. Je nach
Anwendung kommen auch Werkstoffe auf Nickelbasis oder Mehrschicht- Verbundwerkstoffe,
z.B. Thermobimetalle zum Einsatz.

Die Anforderungen, die an die Tragerwerkstoffe gestellt werden, sind entsprechend ihres
unterschiedlichen Einsatzes vielfaltig. So werden von Kupferwerkstoffen, neben einer hohen
elektrischen und thermischen Leitfahigkeit, gute Festigkeitseigenschaften auch bei erhdhten
Temperaturen sowie eine ausreichend hohe Korrosionsbestandigkeit verlangt. Werden die Tra-
gerwerkstoffe als Kontaktfedern eingesetzt, so muss der Werkstoff noch zusétzlich gute Feder-
eigenschaften aufweisen. Daneben sind je nach Fertigungsprozess auch eine Reihe technologi-
scher Eigenschaften, wie gute Warm- und Kaltumformbarkeit, spanende Formbarkeit, Stanzbar-
keit, SchweilR- und Létbarkeit sowie Galvanisierbarkeit, zu nennen.

Werkstoffe aus Kupfer und Kupferlegierungen, die fir den Einsatz in der Elektrotechnik
und Elektronik vorgesehen sind, werden i.d.R. in Normen festgelegt. Der nach DIN genormte
Tragerwerkstoff der vorliegenden Erfindung ist insbesondere ein Werkstoff gemaf DIN EN
1758.

Ein entsprechender Trégerwerkstoff wird in der Elektronik und der Elektrotechnik tblicher-
weise nicht nur ausschlieBlich zur Leitung des Stromes, insbesondere des Leistungsstromes
verwendet. Mitunter erfolgt auch die Kontaktierung von Elektronikbauteilen, wie beispielsweise
Transistoren, Leuchtdioden oder Photodioden unmittelbar an dem Tragerwerkstoff.

Das Drahtbonden ist eine elektrische Verbindungstechnik, bei der ein dunner Draht (z.B.
AU, Al) in der GréRenordnung von 50 bis 300 um im Durchmesser durch eine hochfrequente
mechanische Anregung mit einer ebenen Metalloberflache oder einer Halbleiterelementoberfla-
che verschweil3t wird. Dieser Flgeprozess findet vielfach bei Halbleiterbauelementen fur die
elektrische Verbindung zwischen Halbleiter und dem Systemtrager, der in der Regel aus einem

Kupferlegierungsband gefertigt wird, Verwendung.



10

15

20

25

30

WO 2025/056414 PCT/EP2024/074851

2

Der Drahtbondprozess setzt eine Fehlerfreiheit der Oberflache voraus. In der Walzferti-
gung des bandférmig als gewickelter Ring/Coil zugelieferten Tragerwerkstoffs kommt die Ober-
flache bei vielen Prozessschritten mit metallischen Werkzeugen (Walzen, Richtrollen) und Rol-
len zur Umlenkung in Berthrung. Dabei kdnnen Fehlstellen und Partikel auf den Werkzeugen
oder Rollen auf die Oberflache des Tragerwerkstoffs Ubertragen werden. Zudem kénnen Rela-
tivbewegung zwischen den Windungen des Coils z.B. beim Transport, Kratzer und andere De-
fekte in der Oberflache verursachen, die die Verwendung fiir den Drahtbondprozess nicht mehr
zulassen. Um die fUr den Drahtbondprozess erforderliche Fehlerfreiheit der Oberflache zu erzie-
len, sind daher bisher weitreichende MaRnahmen in der Fertigung des Tragerwerkstoffs und in
der Prufung erforderlich.

Die vorliegende Erfindung will eine Lésung zu den oben beschriebenen Problemen ange-
ben.

Geman einem ersten Aspekt wird mit der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung einer Elektronikkomponente mit zumindest einem Elektronikbauteil, das mittels Draht-
bonden mit einem Segment eines Bandes aus einem Tragermaterial elektrisch verbunden ist,
angegeben. Bei diesem Verfahren wird in an sich bekannter Weise das Band durch Walzen ei-
nes Basiswerkstoffs gewalzt. Die durch Walzen gebildete Oberflache wird zur Ausbildung einer
an dem Band freiliegenden Kontaktstelle entfemt, die durch den Basiswerkstoff gebildet ist. Das
gewalzte Band wird sodann zu einem Coil aufgewickelt. Die Kontaktstelle wird dabei tblicher-
weise vor dem Aufwickeln des Coils ausgebildet, bevorzugt mit dem durch das Walzen vorge-
gebenen Vorschub an einer Bearbeitungsstation vorbeigefuhrt, an welcher die Kontaktstelle
ausgebildet wird. Diese kann durch Span abhebende Bearbeitung und bevorzugt in Walzrich-
tung ausgebildet werden.

Das so hergestellte Coil wird im Rahmen des insgesamt zu sehenden Verfahrens dann
Ublicherweise versandfertig gemacht, wozu das Coil auf einer Transportpalette angeordnet und
darauf mit Transportsicherungsmitteln gesichert bzw. befestigt wird. Dabei lasst sich die Erfin-
dung von der Vorstellung leiten, dass das Coil bei einem metallbearbeitenden Betrieb herge-
stellt und die Durchfihrung der weiteren Verarbeitungsschritte, insbesondere das Drahtbonden
zur elektrischen Anbindung des Elektronikbauteils in einem elektrotechnischen Betrieb durchge-
fuhrt wird zudem das Coil transportiert wird.

Dort wird das gewalzte Band von dem Coil abgewickelt, und das Segment wird von dem
Band getrennt. Zum elektrischen Anschluss des Elektronikbauteils wird sodann ein Draht
elektrisch leitend in der Kontaktstelle gebonded. Dieser Draht kann zeitgleich mit dem Elektronik

Bauteil gebunden werden.
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Das Coil wird gebildet durch ein Band eines Tragermaterials. Das Band ist durch Walzen
eines Basiswerkstoffs gebildet und hat eine durch Walzen gebildete Oberflache. Nach der vor-
liegenden Erfindung ist zumindest eine an dem Band freiliegende Kontaktstelle an dem bandfor-
migen Tragerwerkstoff ausgebildet, an der die durch Walzen gebildete Oberfldche entfernt ist.
Die Kontaktstelle liegt dementsprechend in Héhenrichtung tiefer als die durch Walzen gebildete
Oberflache. Die Kontaktstelle ist demnach von der durch Walzen gebildeten Oberflache in Rich-
tung der Mitte des Tragermaterials beabstandet. Sie gibt den Basiswerkstoff des Coils frei und
ist durch diesen Basiswerkstoff gebildet. Die Kontaktstelle ist bevorzugt lediglich lokal an dem
Band ausgebildet, was bedeutet, dass die Kontaktstelle ansonsten von der durch Walzen gebil-
deten Oberflache ganz oder teilweise umfanglich umgeben ist. Die Kontaktstelle kann als langli-
cher Streifen der Walzrichtung durchgehend ausgebildet sein. In diesem Fall ist die Kontakt-
stelle einseitig, bevorzugt zweiseitig von der durch Walzen gebildeten Oberflache umgeben. Die
Kontaktstelle kann auch punktuell und damit vollsténdig von der durch Walzen gebildeten Ober-
flache umgeben sein.

Die Kontaktstelle dient dazu, die durch Walzen erzeugten Verunreinigungen und Modifika-
tionen des Basiswerkstoffes oberflachennah zu entfernen. Dieser Basiswerkstoff liegt frei von
Eindrlicken, Narben und stérenden Fremdpartikeln an der Kontaktstelle vor. So kann den topo-
grafischen und stofflichen Anforderungen des Drahtbondprozesses Rechnung getragen wer-
den. Auch flr den Fall, dass der Drahtbondprozess eine zuvor aufgebrachte galvanische Be-
schichtung der Kontaktstelle erfordert, sind die Voraussetzungen flr den Bondprozess deutlich
gegenulber denen der gewalzten Oberflache verbessert. Da die Kontaktstelle auch tiefer als die
durch Walzen gebildete Oberfléache liegt, kann auch im Rahmen des Transportes die Kontakt-
stelle nicht durch Relativbewegung aneinander liegender Windungen beeintrachtigt werden. Da-
nach kann ein Tragermaterial mit einer definierten Kontaktstelle auch in Form eines Coils mit
einer Vielzahl von Windungen einem Verarbeiter des Tragerwerkstoffs in der Elektronik bzw.
Elektrotechnik zugeliefert werden.

Eine der Kontaktstellen befindet sich dabei Ublicherweise an einer ggf. auch an zwei ge-
genuberliegenden Oberflachen des Bandes, die durch das Walzen gebildet sind. Mit dieser For-
mulierung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das Band zwei Hauptseitenflachen hat, die
eine wesentlich gréRere Erstreckung haben als die diese Hauptseitenflachen verbindenden
Stirnflachen. Diese Stirnflachen kénnen zwar auch durch Walzen bearbeitet sein. Sie sind aber
nicht notwendigerweise durch Walzen gebildet. Auf der Hauptseitenflache befindet sich die zu-
mindest eine Kontakistelle.

Es versteht sich, dass im Hinblick auf eine Massenfertigung und die Verwendung eines
Coils in einer solchen die Kontaktstellen an fest vorgegebenen Stellen Ublicherweise in zykli-

schem Abstand zueinander an dem Band ausgebildet sind. So kénnen aus Langenabschnitten
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des bandférmigen Tragerwerkstoffs die jeweiligen elektrisch leitenden Trager fur die Verwen-
dung in der Elektronik bzw. Elektrotechnik von dem Coil abgetrennt werden. Die Kontaktstelle
liegt dabei Ublicherweise zwischen den einzelnen Schnittkanten, durch welche ein Langenstiick
des Bandes von diesem isoliert wird.

Wie bereits zuvor erwdhnt, handelt es sich bei dem Basiswerkstoff bevorzugt um eine
Kupferlegierung. Das Band entspricht bevorzugt den Vorgaben nach DIN EN ISO 1758.

Wie bereits zuvor erwadhnt, liegt die Kontaktstelle tiefer als die durch Walzen gebildete
Oberflache. Die Kontaktstelle hat Ublicherweise einen Abstand von zwischen 30 um und 150
pm von der durch Walzen gebildeten Oberflache.

An der Kontaktstelle ist das die durch Walzen gebildete Oberflache ausbildende Material
bevorzugt spanhebend entfernt.

Dies kann bevorzugt durch Schélen bzw. Schaben der Oberflache des fertig gewalzten
Bandmaterials erfolgen. Beim Schélen bzw. Schaben steht das Werkzeug. Das Werksttick wird
relativ dazu bewegt. Im Gegensatz zum Frasen bewirkt diese Art der Materialbearbeitung keine
sichtbaren Strukturen auf der Oberflache senkrecht zur Walzrichtung. Diese Strukturen senk-
recht zur Walzrichtung kénnen fir den Bondprozess ungtinstig sein, da auch der Draht senk-
recht zur Walzrichtung auf die Oberflache gebondet wird. So betrifft die vorliegende Erfindung
auch ein Coil gebildet durch ein Band eines Tragermaterials einer in der Elektronik oder Elektro-
technik zum Einsatz kommenden Komponente, wobei das Band eine durch Walzen eines Ba-
siswerkstoffs gebildete Oberflache aufweist. Das Band hat zumindest eine freiliegende Kontakt-
stelle fUr einen Draht, der durch Drahtbonden mit der Kontaktstelle elektrisch verbunden wird.
An der Kontaktstelle ist die durch Walzen gebildete Oberflache durch Schaben entfernt. Der Ba-
siswerkstoff des Coils liegt an der Kontaktstelle frei.

Jede der Kontaktstellen hat Ublicherweise eine Breite von zwischen 2 und 10 mm.

Zur Herstellung des erfindungsgemafen Coils wird ein Verfahren verwendet, bei dem zu-
néchst durch Walzen eines Basiswerkstoffs ein Band hergestellt wird. An der durch Walzen ge-
bildeten Oberflache des Bandes wird Material des Tragerwerkstoffs lokal entfemt, um die an
dem Band freiliegende Kontaktstelle bevorzugt in der zuvor beschriebenen Weise auszubilden.
Danach wird das Bandmaterial zur Bildung eines Coils aufgewickelt.

In dieser Weise vorbereitet wird das Bandmaterial von dem Hersteller des Tragermaterials
entweder - je nach Erfordernis - einer galvanischen Beschichtung zugefihrt oder es geht zu ei-
nem Stanzer, der am Einsatzort das Band von dem Coil abwickelt, und z.B. Systemtrager fiir
Halbleiter stanzt, entweder als abgeléngte Teilstiicke oder gewickeltes Stanzband. Diese und
nachfolgende Prozesse sind dann vergleichbar mit denen an Material, fir die kein Oberflachen-

abtrag im Bereich der Drahtbonding erfolgt, und sind Stand der Technik.
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Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung in Verbindung mit der Zeich-
nung. In dieser zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Querschnittsansicht eines Langenstiicks eines Bandes;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht eines Coils mit dem Ende des dieses Coil bildenden

Bandes;
Figur 3 eine Seitenansicht eines gebondeten Leistungsschalters unter Verwendung des
Bandes nach Figur 1,

Figur 4 eine Draufsicht zu Figur 4 und

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer versandfertigen Einheit.

In Figur 1 ist ein Ausflhrungsbeispiel eines Tragerwerkstoffs dargestellt, und zwar am
Beispiel CuSn6 R500. Das Ausfuhrungsbeispiel verdeutlicht dabei eine Schnittansicht durch ein
Langenstlck 2 eines Bandes 4 quer zur Walzrichtung, die mit den Pfeilen zu Bezugszeichen W
angedeutet ist. Das Band 4 hat eine Stérke S von etwa 0,8-0,02 mm und eine Breite B von 30-
0,02 mm.

Mit Bezugszeichen 6 sind nahe des Randes des Bandes 4 zwei Kontaktstellen gekenn-
zeichnet, die durch spanende Bearbeitung der durch Walzen gebildeten Oberflache 8 ausge-
formt sind. Der Abstand A dieser Kontaktstelle 6 zu jedem Rand des Langenstlicks 2 betragt im
Anwendungsbeispiel 10 mm. Die Lange L und der Abstand A sind jeweils quer zur Walzrichtung
abgetragen. Durch diese Bearbeitung wird in H6henrichtung unterhalb der Oberflache 8 die
Kontaktstelle 6 in einem Basismaterial BA des Bandes ausgebildet, mit dem das Band aus der
Schmelze hergestellt und durch Walzen auf die gewlnschte Stérke S gebracht wurde. Mit Be-
zugszeichen M ist in Figur 1 ein oberflachennaher Bereich des gewalzten Bandes 4 angedeutet,
der durch die Walzbearbeitung fiir die elektrotechnische Anbindung mittels Drahtbonden in un-
erwunschter Weise modifiziert sein kann.

Die Kontaktstelle 6 ist am Ubergang zu der Oberflache 8 mit einem Winkel von 45° einge-
fasst und hat eine Breite b von 5 mm. Wie das reduzierte Dickenmaf R verdeutlicht, ist das
Band 4 an der Kontaktstelle 6 lediglich 0,77mm +/- 0,012 mm stark. Diese reduzierte Dicke des
Bands 4 ergibt sich durch spanende Bearbeitung an der Oberflache 8 des Bandes 4. Das redu-
zierte Dickenmal} R ist so gewahlt, dass der modifizierte Oberflachenbereich M durch die Mate-
rialabnahme sicher entfernt und innerhalb der Kontaktstelle 6 das Band 4 mit seinem Basisma-
terial B freigelegt ist, sodass dort die vorbestimmten Materialeigenschaften des Bandes vorlie-
gen.

Bei dem gezeigten Ausfilhrungsbeispiel wurde die Kontaktstelle 6 durch einen Schélpro-

zess erzeugt. Damit lieRe sich eine Oberflachenrauigkeit in Walzrichtung von Ra=0,018 ym und
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Rmax von 0,705 um an der Kontaktstelle 6 erzeugen. Die Rauigkeit in Querrichtung, d.h. recht-
winklig zu der Langsrichtung betrug Ra=0,173 ym und Rmax=1,228 um.

Figur 2 zeigt ein Beispiel eines Coils 10, das aus einem gegenuber Figur 1 abgewandel-
ten Band 2 gebildet ist. Wie die Darstellung des freien Endes des Bandes 2 in Figur 2 vermittelt,
hat dieses Band 4 gegenUber dem Ausflhrungsbeispiel nach Figur 1 lediglich eine einzige Kon-
taktstelle 6. Zu den Details dieser Kontaktstelle 6 kann auf die vorherige Beschreibung zu Figur
1 verwiesen werden.

Die Figuren 3 und 4 vermitteln die Befestigung und Anbindung eines Halbleiterschalters
12 an das Band 4 gemé&g Figur 1. Dieses ist durch eine Stanzbearbeitung in mehrere Segmente
14 unterteilt, von denen die Segmente 14.1 Stromschienen fir den von dem Halbleiterschalter
12 geschalteten Leistungsstrom ausbilden. Diese Segmente 14.1 sind jeweils durch Stanzen
der Rander des Bandes 4 gebildet. Der Halbleiterschalter 12 ist Gber seine Drahtstege/Pins 16
mit jeweils einem der Segmente 14.1 elektrisch verbunden.

Das Segment 14.2 wurde aus der Mitte des Bandes 4 gestanzt. Bei dem gezeigten Aus-
fihrungsbeispiel tragt es den Leistungsschalter 12 und dient als Stromschiene fir die von dem
Halbleiterschalter 12 zu schaltende Polaritat.

Die Erstreckung des Segmentes 14.2 in Walzrichtung entspricht der Summe der Erstre-
ckungen der Segmente 14.1 in Walzrichtung auf einer Seite des Segmentes 14.2.

Die Figur 5 verdeutlicht ein Ausfihrungsbeispiel einer versandfertigen Einheit 18 umfas-
send das Coil 10, eine Palette 20 und Sicherungsbéander 22.

In der das Band 4 mit der Kontaktstelle 6 versehenden Betriebsstatte wird das Band 4
nach dem Ausbilden der Kontaktstelle 6 zu einem Coil 10 aufgewickelt und auf die Palette 20
gelegt und Uber die Sicherungsbander 22 transportgesichert. In dieser Weise vorbereitet wird

die versandfertige Einheit 18 an die das Bonden vornehmende Betriebsstatte versandt.
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Bezugszeichenliste

Langenstlck

Band

Kontaktstelle
Oberflache

Coll

Halbleiterschalters
Segment

mittleres Segment
Drahtstege/Pins
versandfertige Einheit
Palette
Sicherungsband
Abstand

Breite des Bandes
Breite der Kontaktstelle
reduziertes Dickenmal}
Starke
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Anspriiche

Verfahren zur Herstellung einer Elektronikkomponente mit zumindest einem Elektronik-
bauteil (12), das mittels Drahtbonden mit einem Segment (14.1) eines Bandes (4) aus
einem Tragermaterial elektrisch verbunden ist, wobei

- das Band (4) durch Walzen eines Basiswerkstoffs gewalzt wird,

- die durch Walzen gebildete Oberflache (8) zur Ausbildung einer an dem Band (4)
freiliegenden Kontaktstelle (6) entfernt wird, die durch den Basiswerkstoff gebildet ist,

- das gewalzte Band (4) zu einem Coil (10) aufgewickelt wird,

- das gewalzte Band (4) von dem Coil (10) abgewickelt und das Segment (14.1)
von dem (4) Band getrennt wird und

- zum elektrischen Anschluss des Elektronikbauteils (12) ein Draht (16) elektrisch
leitend in der Kontaktstelle (6) gebonded wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktstelle (6) in
Walzrichtung (W) durchgehend durch Entfernen von oberflachlichem Material des Tra-
gerwerkstoffs hergestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Tréagerseg-
ment (14.2) von dem Band (4) getrennt wird und dass das Elektronikbauteil (12) auf

dem Tragersegment (14.2) montiert wird.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die
durch Walzen gebildete Oberflache (8) so entfernt wird, dass die Kontaktstelle (6) zu-

mindest zweiseitig von der durch Walzen gebildeten Oberflache (8) begrenzt ist.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
durch Walzen gebildete Oberflache (8) durch Schaben entfemt wird.

Versandfertige Einheit (18) umfassend ein Coil (10) gebildet durch ein Band (4) eines
Tragermaterials einer in der Elektronik oder Elektrotechnik zum Einsatz kommenden
Komponente, wobei das Band (4) eine durch Walzen eines Basiswerkstoffs gebildete
Oberflache (8) aufweist, und eine Transportpalette, auf der das Coil (10) aufliegt und
mit der das Coil (10) transportgesichert verbunden ist, gekennzeichnet durch eine an
dem Band (4) freiliegende Kontaktstelle (6) fur einen Draht (16), der durch Drahtbon-
den mit der Kontaktstelle (6) elektrisch verbunden wird, wobei an der Kontaktstelle (6)
die durch Walzen gebildete Oberfléche (8) entfernt und der Basiswerkstoff des Coils

(10) freigelegt ist.
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Versandfertige Einheit (18) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ba-

siswerkstoff eine Kupferlegierung ist.

Versandfertige Einheit (18) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Band (4) der Vorgabe nach DIN ISO 1758 entspricht.

Versandfertige Einheit (18) nach einem der Anspruche 6 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Kontaktstelle (6) die durch Walzen gebildete Oberflache (8) bis zu ei-
nem Abstand (A) von zwischen 30 uym und 150 ym entfernt ist von der durch Walzen
gebildeten Oberflache (8) entfernt ist.

Versandfertige Einheit (18) nach einem der Anspriiche 6 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Kontaktstelle (6) ein die durch Walzen gebildete Oberflache (8) aus-

bildendes Material spanabhabend entfemt ist.

Versandfertige Einheit (18) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das

die Oberflache (8) ausbildende Material durch Schaben entfernt ist.

Versandfertige Einheit (18) nach einem der Ansprtche 6 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontaktstelle (6) eine Breite (b) zwischen 2 und 10 mm hat.

Versandfertige Einheit (18) nach einem der Ansprtiche 6 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontaktstelle (6) zumindest einseitig von der durch Walzen gebilde-

ten Oberflache (8) begrenzt ist.

Elektronikkomponente mit zumindest einem Elektronikbauteil (12), das mittels Draht-
bonden mit einem Segment (14.1) eines Bandes (4) aus einem Tragermaterial
elektrisch verbunden ist, wobei das Segment (14.1) eine durch Walzen eines Basis-
werkstoffs gebildete Oberflache (8) und eine freiliegende Kontaktstelle (6) aufweist, an
der die durch Walzen gebildete Oberflache (8) entfernt ist, die durch den Basiswerk-
stoff des Coils gebildet ist und mit der ein das Elektronikbauteil (12) mit dem Segment

(14.1) elektrisch verbindender Draht gebondet ist.

Elektronikkomponente nach Anspruch 14 gekennzeichnet durch ein aus dem Band

(4) gebildetes Tragersegment (14.2), auf dem das Elektronikbauteil (12) montiert ist.



